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業績概要業績概要業績概要

（百万円、％、円／ドル）（百万円、％、円／ドル）

--67.167.1--1,9281,9289459452,8742,874当 期 純 利 益当 期 純 利 益

105.3105.3

3,3823,382

3,1453,145

49,24049,240

2008/92008/9

増減率増減率増減増減

----118.1118.1為 替為 替

--29.929.9--1,4421,4424,8254,825経 常 利 益経 常 利 益

--33.933.9--1,6131,6134,7594,759営 業 利 益営 業 利 益

--2.22.2--1,0891,08950,32950,329売 上 高売 上 高

2007/92007/9
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事業別セグメントの業績事業別セグメントの業績事業別セグメントの業績
（百万円、％）（百万円、％）

--2,2392,239
--285285

5,6705,670
3,1453,145
5,9405,940
2,0322,032

14,11014,110
27,09727,097
43,29943,299
49,24049,240

--9.49.4--5885886,2596,259材 料 事 業材 料 事 業

----1,0711,071785785装 置 事 業装 置 事 業

--33.933.9--1,6131,6134,7594,759営 業 利 益営 業 利 益

--18.118.1--1,3091,3097,2497,249装 置 事 業装 置 事 業

--9.19.1--2042042,2372,237印 刷 材 料印 刷 材 料

+2.4+2.4+326+32613,78313,783高 純 度 化 学 薬 品高 純 度 化 学 薬 品

+0.4+0.4+104+10426,99326,993ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料

--2.22.2--1,0891,08950,32950,329売 上 高売 上 高

--2,2852,285

43,08043,080

2007/92007/9

--

+219+219

増減増減

2008/92008/9

--消 去 又 は 全 社消 去 又 は 全 社

増減率増減率

+0.5+0.5材 料 事 業材 料 事 業
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材料事業の業績推移（四半期）材料事業の業績推移材料事業の業績推移（四半期）（四半期）

13,24413,24413,85313,85313,16013,16013,91913,919ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料

7,2057,2056,9046,9046,9746,9746,7636,763高 純 度 化 学 薬 品高 純 度 化 学 薬 品

2,0572,057
953953

21,13321,133
08/308/3Q4Q4

2,4692,4693,2013,2013,2583,258営業利益営業利益（全社費用控除前）（全社費用控除前）

21,55421,55421,74521,74521,85621,856材 料 事 業 の 売 上材 料 事 業 の 売 上

1,1461,146

08/308/3Q3Q3

970970

09/309/3Q1Q1 09/309/3Q2Q2

1,0611,061印 刷 材 料印 刷 材 料

09/309/3Q2Q209/309/3Q1Q108/308/3Q4Q408/308/3Q3Q3

--6.76.7+8.3+8.3+5.3+5.3+4.9+4.9ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料

+0.4+0.4+4.5+4.5+4.1+4.1--2.82.8高 純 度 化 学 薬 品高 純 度 化 学 薬 品

--15.715.7
--18.618.6

+3.5+3.5

--22.822.8+4.6+4.6--1.61.6営業利益営業利益（全社費用控除前）（全社費用控除前）

--4.24.2+5.7+5.7+1.7+1.7材 料 事 業 の 売 上材 料 事 業 の 売 上

--5.25.2 --14.614.6 --3.53.5印 刷 材 料印 刷 材 料

前年同期間比前年同期間比

（百万円）（百万円）四半期推移四半期推移

（％）（％）
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装置事業の業績推移装置事業の業績推移装置事業の業績推移
（百万円、％）（百万円、％）

5,380
3,774 3,324

7,956

16,456
17,016

21,966

17,992

07/3下 08/3上 08/3下 09/3上

受注高（6ヵ月累計） 受注残高（期末）

--2852854924927857851,1491,149営業利益営業利益（全社費用控除前）（全社費用控除前）

－－5.55.510.810.812.212.2営 業 利 益 率営 業 利 益 率

7,2497,249
08/308/3上上

5,9405,9408,9808,9809,3599,359売 上 高売 上 高

07/307/3下下 08/308/3下下 09/309/3上上

受注高・受注残高の推移受注高・受注残高の推移
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ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料部門の状況ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料部門の状況ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料部門の状況

11%

20%

20%22%

27%

g線＋i線

KrF

ArF

FPD

その他

11%

22%

21%21%

25%

12%

21%

20%20%

27%

2008/3
下期

2008/3
上期

2009/3
上期

種類別売上構成推移種類別売上構成推移

7% 8%

40%45%

日本

北米

欧州

アジア

その他

8% 8%

41%43%

8% 11%

40%
41% 2008/3

上期
2008/3
下期

2009/3
上期

地域別売上構成推移地域別売上構成推移
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比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表

+575+575
--2,1182,118

11,22711,227
5,8455,845

買 入 債 務買 入 債 務

前 受 金前 受 金

--576576129,257129,257純 資 産 合 計純 資 産 合 計

--2,5612,56125,03925,039流 動 負 債流 動 負 債

--23223217,68917,689投資その他の資産投資その他の資産

--221221797797無 形 固 定 資 産無 形 固 定 資 産

--1,8031,80343,47543,475有 形 固 定 資 産有 形 固 定 資 産

+3,986+3,98642,67542,675内 、 現 金 預 金内 、 現 金 預 金

--97197194,44194,441流 動 資 産流 動 資 産

--91912,1072,107固 定 負 債固 定 負 債

--3,2283,228156,404156,404総 資 産総 資 産

08/308/3末比末比2008/92008/9
（百万円）（百万円）

現金預金　　+3,986
売上債権　　-4,025
たな卸資産　 -848
　・装置事業の検収進捗

投資有価証券　-524
　・投資有価証券の含み益減少

繰延税金資産　+271

前受金　–2,118
　・装置事業の検収進捗

利益剰余金　 +44

自己株式　　 +119

その他有価証券評価差額金　-299

為替換算調整勘定　　　　　-369
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キャッシュフローキャッシュフローキャッシュフロー

--4,8324,832--11,75411,754投資キャッシュフロー投資キャッシュフロー

+2,602+2,602
+3,600+3,600
+3,938+3,938

+750+750
+575+575

--2,1182,118
--1,2561,256

+4,738+4,738
+3,517+3,517

+328+328
+2,005+2,005

--521521
--2,7932,793
--1,3291,329

税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益

減価償却費減価償却費

売上債権の増売上債権の増((--))減額減額

たな卸資産の増たな卸資産の増((--))減額減額

仕入債務の増減仕入債務の増減((--))額額
前受金の増減前受金の増減((--))額額
法人税等の支払い法人税等の支払い

++8,0858,085+6,200+6,200営業キャッシュフロー営業キャッシュフロー

+2,208+2,208--6,1546,154現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額

--161161+200+200換算差額換算差額

--883883--801801財務キャッシュフロー財務キャッシュフロー

2008/92008/92007/92007/9

（百万円）（百万円）

有形固定資産の取得　-2,894

・研究開発棟の建設等

長期性預金の預入による支出

　　　　　　　　　　-1,500
　

配当金の支払　-842　　　　



2009/32009/3月期通期連結決算予想月期通期連結決算予想
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業績予想概要（通期）業績予想概要業績予想概要（通期）（通期）

（百万円、％、円／ドル）（百万円、％、円／ドル）

--41.341.3--1,7591,7592,5002,5004,2594,259当 期 純 利 益当 期 純 利 益

100.0100.0

6,0006,000
5,5005,500

97,60097,600

2009/32009/3予想予想

増減率増減率増減増減実績実績

----112.5112.5為 替為 替

--21.821.8--1,6741,6747,6747,674経 常 利 益経 常 利 益

--33.533.5--2,7662,7668,2668,266営 業 利 益営 業 利 益

--4.64.6--4,7004,700102,300102,300売 上 高売 上 高

2008/32008/3
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設備投資・減価償却・研究開発設備投資・減価償却・研究開発設備投資・減価償却・研究開発

（百万円）（百万円）

2009/32009/3予想予想2008/32008/32007/32007/3

--1,4741,4745,1005,1006,5746,5748,5318,531設 備 投 資設 備 投 資

--2932937,4007,4007,6937,6935,9315,931減 価 償 却 費減 価 償 却 費

+804+8048,9008,9008,0958,0956,4876,487研 究 開 発 費研 究 開 発 費

実績実績 前年比前年比実績実績
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事業別セグメント業績予想事業別セグメント業績予想事業別セグメント業績予想

--
--
--9.29.2

--32.932.9
--28.128.1

+12.8+12.8
+4.0+4.0
--6.96.9
--2.52.5
--6.96.9

前年同期間比前年同期間比

--9.39.310,50010,5004,8294,829材 料 事 業材 料 事 業

----300300--1414装 置 事 業装 置 事 業

--33.533.55,5005,5002,3542,354営 業 利 益営 業 利 益

--23.623.612,40012,4006,4596,459装 置 事 業装 置 事 業

+1.5+1.54,4004,4002,3672,367印 刷 材 料印 刷 材 料

+3.2+3.228,40028,40014,28914,289高 純 度 化 学 薬 品高 純 度 化 学 薬 品

--3.33.352,30052,30025,20225,202ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料

--4.64.697,60097,60048,35948,359売 上 高売 上 高

--2,4602,460

41,90041,900

2009/32009/3下期予想下期予想

--4,7004,700

85,20085,200

2009/32009/3通期予想通期予想

--消 去 又 は 全 社消 去 又 は 全 社

前期比前期比

--1.01.0材 料 事 業材 料 事 業

（百万円、％）（百万円、％）
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ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料部門の予想ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料部門の予想ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機能材料部門の予想

12%

22%

21%20%

25%

g線＋i線

KrF

ArF

FPD

その他

11%

21%

21%21%

26%

12%

21%

20%21%

26%

2008/3
通期

2009/3
下期予想

2009/3
通期予想

2006/3通期・下期：ダミー

種類別売上構成種類別売上構成

地域別売上構成地域別売上構成

42% 42%

9%7%

日本

北米

欧州

アジア

その他

8% 10%

40%42% 2008/3
通期

2009/3
下期予想

7% 8%

41%44% 2009/3
通期予想
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地域別売上高の予想地域別売上高の予想地域別売上高の予想
（百万円）（百万円）

22,53322,533
3,0843,084
4,3584,358

19,09119,091

2009/32009/3上期実績上期実績

5,0225,022
11

2020
2,2052,205
装置装置

4,8384,83817,69517,69516,67316,67321,69521,695ア ジ アア ジ ア

113,0823,0823,5073,5073,5093,509欧 州欧 州

444,3534,3534,8084,8084,8284,828北 米北 米

1,0951,09517,99517,99517,94117,94120,14720,147日 本日 本

装置装置材料材料材料材料

2008/32008/3上期実績上期実績

42,50042,500
5,9005,900
9,4009,400

39,50039,500
通期予想通期予想

2009/32009/3通期予想通期予想

9,4229,422
11

279279
6,5256,525
装置装置

8,6008,60033,90033,90033,76033,76043,18243,182ア ジ アア ジ ア

005,9005,9006,8166,8166,8186,818欧 州欧 州

009,4009,4008,9548,9549,2339,233北 米北 米

3,8003,80035,70035,70036,20436,20442,73042,730日 本日 本

装置装置材料材料材料材料

2008/32008/3通期実績通期実績
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新規事業の育成① Si貫通電極形成システム新規事業の育成①新規事業の育成① SiSi貫通電極形成システム貫通電極形成システム

SiSi貫通電極形成用ウエハハンドリングシステム貫通電極形成用ウエハハンドリングシステム

「「Zero NewtonZero Newton®®」」を製品化・事業化を製品化・事業化

「「MM＆＆EE」」によるソリューションを提供によるソリューションを提供

半導体半導体
33DDパッケージ市場パッケージ市場

半導体デバイスの小型・軽量・半導体デバイスの小型・軽量・
高機能化に伴い市場が拡大高機能化に伴い市場が拡大

サポート板サポート板

Zero NewtonZero Newton®®

フォトレジストフォトレジスト

仮仮 止止 材材

貼付装置貼付装置 分離装置分離装置

20112011年年33月期に月期に7070億円の売上を目指す億円の売上を目指す

SiSiウエハの極薄化に伴う強度の低下をサポート板を貼り付けることにより解決ウエハの極薄化に伴う強度の低下をサポート板を貼り付けることにより解決
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新規事業の育成② 太陽電池製造プロセス新規事業の育成②新規事業の育成② 太陽電池製造プロセス太陽電池製造プロセス

TOKTOKの技術の技術
（液晶分野で培った塗布技術）（液晶分野で培った塗布技術）

融融 合合 IBMIBMの技術の技術

CIGSCIGS太陽電池製造プロセスを開発（太陽電池製造プロセスを開発（M&EM&E））
（（シリコン使用量低減、発電効率向上、製造コスト削減）シリコン使用量低減、発電効率向上、製造コスト削減）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒ 20102010年に製品化予定年に製品化予定

CIGSCIGS化合物層（光電変換層）化合物層（光電変換層）

電　極電　極

電　極電　極

光光 光光 光光

太陽電池パネル概略図

塗布された塗布されたCIGSCIGS化合物層化合物層 ノズルノズル

基板基板

塗布法による塗布法によるCIGSCIGS薄膜製造薄膜製造

※1  CIGS：Cu（銅）、インジウム（In）、ガリウム（Ga）、セレン（Se）
※2 光電変換層：光を吸収して電気に変換する能力を持つ層



http://www.http://www.toktok.co..co.jpjp//

（ご注意）

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入
手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがいまして、実際の業
績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能
性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。

（ご注意）

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入
手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがいまして、実際の業
績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能
性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。


